別紙-2　講演会プログラム


平成２５年度日本セラミックス協会琺瑯部会技術講演会

【技術講演会プログラム】

　講演会会場　　〒541-0047　大阪市中央区淡路町3-2-9エビスビルのAAホール本館

　　　　　　　　TEL　（06）6204－1011　　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120―577―774　

１１月８日（金）　１３：００ ～  １７：００
　　　　　　　　　 

　　１３：００―１３：３０　　受付開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　13：30－13：35　開会式（開会挨拶　日本セラミックス協会琺瑯部会　遠藤繁幸部会長）

１）13：35－14：05　一般講演　JIS　R4301改正について　

　　　　　　　　　　　ほうろう製品の品質試験方法に関する規格の改正について説明
　　　　　　　　　　　　　　　　日本琺瑯工業会　野間　新市　氏　　　　

２）14：05－14：35　一般講演　ホウ素、フッ素除去装置のご提案　

　　　　　　　減圧脱水乾燥装置「ＴＡＫＥ-減」を用いたホウ素、フッ素の除去についてご紹介致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　コスモエコサポート㈱　棚町　良治氏　　　　

　　　　　　

　　14：35－14：50　　　休憩（15分）
３）14：50－15：20　一般講演　ほうろう用転写紙について　

　　　　　　　　　　　　　　　　ほうろうへの適用とその用途特性
　　　　　　　　日本フリット㈱　　髙田　登史孝　氏　　　　　

　　
４）15：20－15：50　一般講演　マイクロバブルシステムについて
　　　　　　　その機能性と応用範囲

　　　　　　　　関西オートメ機器㈱　　　神原　惠一氏　　　　

5）15：50－16：20　一般講演　　さまざまな金属の仕事
　　　　　琺瑯も含めさまざまな作品の写真をお見せしながら説明や活動報告をさせて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　芸術家　金森正起　氏　　　　　　　　　　
　　16：20－16：25　閉会挨拶　　　（社）日本琺瑯工業会　大山高志会長

　　16：30－18：30　懇親会　　同AAホール１F

備考

※発表者の都合により講演の順番が変更される場合があります。
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